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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

© Elektrode und/oder Leiterbahn fur o.rganische Bauelemente und Herstellungverfahren dazu 
©. Die Erfindung betrifft Elektroden fur organische Bau- " . " 

elemente, insbesondere fur Bauelemente wie Feldeffekt- 

tran$istoren (OFETs) und/oder Leuchtdioden (OLEDs)„die 

leitfahige und fein strukturierte Elektrodenbahnen haben. 
, DieElektrode/Leiterbahn wirddabei durch einfachen Kon- 

takt einer leitenden oder nicht-1eitenden Schicht aus orga- . 

nischem Material mit einer chemischen Verbindung her- 

gestellt, -wefl die chemische Verbindung die Schicht aus. 

organischem Material an der Kontaktstefle deaktiviert ' 

oder aktiviert, d. h. leitend oder nicht-leitend macht. 
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Beschreibung 



[0001] Die Erfindung betriflFt Elektroden fiir organische 
Bauelemente, i^besondere fiir Bauelemente wkFeSf- 
fektMoren (OFEft) und/oder Leuchtdioden (OLEDs) 5 
die tatfahige und fein strukturierte Elektrodenbahnen ha-' 

[0002] Bekannt sind leitfahige Elektrodenbahnen auf or- 
gamscher Baas aus "Lithographic patterning of conductive 

!S , 1 1 06 ' D rf rt Wlrd beschri *en; wie auf ein Sub- 
strat erne leitfahige Polyanilinschicht (PANI) aufgebracht 

Zi , T^ 1 ei " er P 0 **™ Pbotoresistschicht be- 
decto wird. Nach dem Trocknen wird die Photoresistschicht • 
durch eine Schattenmaske mil UV-Licht bestrahlt An den 15 
behchteten Stellen wird der Photoresist durch einen bS 
schen Entwickler entfernt, der gleichzeitig durch eine che- 
msche Reaktion das an den behchteten Stellen daTfreme- 
SU^Fblyamlinin eine nicht-leitende Form uberfuhrt. 
(0003] Ausserdein ,st aus der Schrift "Low-cost aU poly- 20 
mer integrated crcuits" von C. J. Dury et al in "Annliin 
Physics Letters" Vol 73, No. 1, p. 108/^0 bekannt, iSBS 
lyanihn zusammen mit einem Photoinitiator auf das Substrat 
aujgebracht werden kann, wiederum nach dem TrockS 
$7JL Z Scha " e r i aSke beStraUt und den behchteten 25 
aXr" in Cine Dkht - leitende F °™ 
[0004] Nachteilig an den oben genannten Verfahren mit 
Pho tore S ,stschicht bzw. Photoinitiator ist, dass die Verfahren 
seEt^^ f d i T 1 516 ^ Arbeitssctote 30 
lSZto J£ fef r ? chlchraus leit ^igem organischen 
Material w,e PANI benotigen, um die Elektroden zu erzeu- 
gen. 

[0005] Aufgabe der vorhegenden Erfindung ist die Ratio- 
nahsierung der Prozessschritte beim Erzeugen leitfahi.er 35 
Bahnen und/oder Elektroden auf einem SubsL. * 
• ITri . f °^ nst f Bd der Erfindung ist eine Elektrode und/ 
oderLenerbahn, die durch In-Kontakt-bringen einer Schicht 

he^Ubax,st.Ausserdem is, Gegenstand der Erfindung ein 40 
Verfahren zur Herstellung einer Elektrode und/oder finer 

£S J7 In ; KOm f " Bringen ^ "eschicht"en . 
rnn^i k^V 1Der chemisc hen Verbindung. 
[U007] Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung wird die 
Elektrode und/oder Lei.erbahn durch partielle AS m „g 45 

hergestSf V16rUng ^ ™ Mate ^ 

[0008] Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin- 
dung 1st das organische Material Idtfahig und fllchig aufd- 

schen V, K 8 T Ch l" MatCrialS " KM mit d « 'hemi- 

h?nT ] ^ u «" er Aus g estalt "ng wird die chemische Ver- 

Mairid tbrachtt Cken " *T* *» °^ Dischen 55 

, 8 1 Bev °rzugte Druckverfahren dafur sind 
Cgeordnet nach ste.gender Auflosung) Offsetdruck, S eb- 
dr^k^pondrock und/oder Micro-contact-printing 

[0010] Durch das Bedrucken mit der chemischen Verbin- 60 
herfff ■ W ' d em l drastische Anderung in der Leitfahigkek 
herbMgefuhrt. Durch die Drucktechnik kann eine fein" 
^ktunerung der funk.ioneUen Schicht erreich werfTn 
D,e Auflosung hang, dabei von der Leistungsfahigkeit des 
jeweihgen Druckverfahrens ab amgiceu aes 

[0011] Der Druck kann z. B. mi, einem Stempel, wie beim 



22? ^ach einer Ausgestaltung (nucro<ontact-printirie) 

l Z 3 L PoLfnt iCh L aUS ° rganischem Material ist bevor- 
zugt aus Folyanihn oder einem anderen leitfahia,.,, nm „ 

wie PEDOT 0w3&S5 
Alle leitfahigen organischen Materialien, die selektiv deak 

sasss; m *- s,eue - —Jsut 

E z 4 B dn Al i emiSChe „ V ^ bindUng ist hey °^ '™ Base 
Basen die H ^ Hydr ° Xid e,C - Prinzi P ie11 k ^««=n alle 
Basen, die deprotomeren, die also als Protonenakzeptoron 
wirken, eingesetzt werden <^«=proren 
[0015] Der Begriff "organisches Material" umfasst bier 
alle Arten von organischen, metallo^anischen und/oder »n 
organischen Kunststoffen, die mT&^t^fr. 
sues beze,chnet werden. Es handel, sich um alle Arten von 
Moffen m,t Ausnahme der Halbleiter, die die kla^chen 
Dioden bflden (Germanium, Sihzium), und dj 
metalhschen Le.ter, Eine Beschrankung im dogmSe^ 

Materia °T isch « M *™* ^ S Kohlenstoff-enSendes 
Matena^ ,st demnach nicht vorgesehen, vielmehr ist auch an 
den breuen Emsatz von z. B. Siliconen gedacht Srhta 

S£ '"sbesondere auf polymere und/oder ohgomere 
Matenahen unterhegen, sondern es ist drochaus auch der 
Emsatz von. "small molecules" moglich 

ESstoff ^ z ' B - auf eine '« S-bstrat 

(Kunststoff Glas etc.) durch GieBen, Spincoating Rakeln 

BeimTH U T iChiChtV ° nIei '^^^ 
Beim Bedrucken m,t einer basischen Verbindung (Amfn 
Hydroxy) w,rd das PANI an der Kontaktstelle nu, derB^se 
deprotomert, wodurch es seine Leitfahigkeit veThen Na* ' 
fan »T H 8 ^ Hektr0de Und/0d£r LeiterbSTann die 
foni V! n0Ch gCSpmt UDd 8 etrockne " werden. 

10017] Ebenso w le das Bedrucken der Bereiche die nicht 
lenend gemach, werden soUen ist es moglich n5'£K 

JoiSl ? UCk v' t ^ Elek ^^fterbahnen^rgeb" 
[0018] Erne Kombmation des Verfahrens mit einer Be 
strahlung und/oder einer Belichtung durch e"ne Schatten 
maske is, auch moglich. eine ochatten- 

[0019] Die Erfindung be.riffl Elektroden fur organische 
?auelememe, insbesondere fiir Bauelemente wfcftS 
fekt rans-storen (OFETs) und/oder Uuchtdioden oSSJ - 

ben D fpf l UDd ? 1D r klUrier,e Ele kTodenbahnen ha-' 
ben. D,e Elektrode/Leiferbahn wird dabei durch einfachen 
Kontakt emer leitenden oder nicht-leitenden SchichSs or 
gamschem Material mit einer chemischen v£ST h £ ' 
gestelln wed die chemische Verbindung die Schicht aus or 
Sd ^ te f al ^ d -.Kontak.,fl,e de^ToSr 
akt] viert, d. h. leitend oder mcht-leitend macht. 



Patentanspriiche 



1. Elektrode und/oder Leiterbahn, die durch In-Kon- 
^kt-bnngen emer Schicht aus organiscbem Material 
nut emer chem.schen Verbindung herstellbar ist 

2. Elektrode und/oder Leiterbahn nach Anspruch 1, 
wobe. das orgamsche Material vor dem Kontakt mit 
der c he hen Verbindung leitfahig is, und flachig auf 
einem Substrat aufgebracht ist. 
1 Elektrode und/oder Lei.erbahn nach Anspruch 1 
oder wobe, d,e Schicht aus organische,,, Material is, 

^ einem ,ei ' ,ahigen °' ga *- 

4. Elck,rode und/oder Lciferbahn nach einen, der vor- 
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stehende Anspriiche, wobei die chemische Verbindung 
eineBaseist. 

5. Verfahren zur Herstellung .einer Elektrode und/oder 
einer Leiterbahn durch in-Kontakt-Bringen eines be- . 
schichteten Substrats mit einer chemischen Verbin- 5 
dung. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem die chemische 
Verbindung durch Bedrucken in Kontakt mit der 
Schicht aus prganischem Material gebracht wird. 

7. Verfahren nach einem der AnsprucHe 5 oder 6, bei 10 
dem die Elektrode und/oder Leiterbahn durch partielle 
Aktivierung oder Deaktivierung der Schicht aus orga- 
nischem Material hergestellt wird. 
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